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dazu 
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Auf den Bescheid vom 22.09.2005: 

Es wird ein neuer Anspruch 1 vorgelegt, derdem weiteren Prufungsverfahren zu Grun- 
de gelegt werden soil. 

In ihrem Bescheid beanstandet die Prufungsstelle, dass der Gegenstand der geltenden 
Anspruche 1 bis 10 nicht erfinderisch sei, weil zum einen die Verwendung eines Lasers 
aus der neu eingefuhrten Druckschrift D3 der LG Electronics, Inc. fur organische elek- 
tronische Bauelemente nahe liegend sei und zum weiteren die Abstimmung der leitfa- 
higen Schichten hinsichtlich ihrer Austrittsarbeit auch nahe liegend ware. Des Weiteren 
konstatiert die Prufungsstelle, dass die beiden Merkmale in keiner technischen Relation 
lagen und daher getrennt in der Prufung auf erfinderische Tatigkeit zu behandeln wa- 
ren. 

Dies trifft jedoch nicht zu. 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird, anders als bei der zitierten D3 nicht eine Iso- 
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latorschicht durch Laserbehandlung strukturiert und damit eine Leiterbahn durch frei 
legen der unteren Schicht erzeugt, sondern es wird eine Schicht unterhalb der Halblei- 
terschicht durch Laserbehandlung strukturiert, in die dann leitfahiges Material eingefullt 
wird. Somit wird vermieden, dass die Laserbehandlung tiefer liegende halbleitende 
Schichten beriihrt oder beschadigt, was gemaS D3 nicht verhindert wird, da die Laser- 
behandlung immer tiefere organisch funktionale Schichten auch betrifft. 
Dies istz.B. beschrieben in D3, Seite 3 [0018], wo klar steht, dass Laserbeams auch 
noch nach Aufbringung der organic function layers eingesetzt werden. 

Durch Lasern werden immer freie und leitfahige Kohlenstoff oder "Graphit-Schmutz- 
Teilchen" erzeugt, die durch Eindiffundieren in tiefere und zum Laserstrahl hin frei lie- 
gende Schichten wie beispielsweise die Halbleiterschicht oder andere organic function 
layers wie self emitting layers gemali D3 unerwunscht dotieren und damit beschadigen. 

Dem gegenuber ist der neu vorliegende Anspruch 1 auf die Laserbehandlung einer 
unterhalb der leitfahigen und damit auch unterhalb einer halbleitenden Schicht liegen- 
den Schicht beschrankt. Hier werden durch das groliflachige Auftragen der leitfahigen 
Paste die unerwunscht erzeugten leitfahigen Graphit-Schmutz-Teilchen neutralisiert 
und unschadlich gemacht. 

Die Merkmale des neu vorliegenden Anspruchs 1 hinsichtlich der unteren Schicht kon- 
nen aus der Beschreibung, beispielsweise Seite 2, Zeile 24 ff. 

Der vorliegende nebengeordnete Anspruch 6 war diesbezilglich schon klar definiert. 

Erganzend sei klar gestellt, dass in der neu zitierten D4 keine ubereinander liegenden 
und auf einander in punkto Austrittsarbeit abgestimmten leitfahigen Schichten offenbart 
werden, sondern monolayers aus self-assembled molecules, die nur durch eine deli- 
kate Technik und sehr aufwendige Aufbringungsmethode herstellbar ist und mit der 
entsprechenden Offenbarung der vorliegenden Beschreibung, "zusatzliches Aufbringen 
einer schlecht leitenden Schicht und deren mechanische Entfernung" (S.4.Z.15 ff) nicht 
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verglichen werden kann. 

Wie in der Beschreibung bereits in der Einleitung zu lesen ist, stand als Hauptmerkmal 
der vorliegenden Erfindung die massenfertigungstaugliche Herstellungsmethode fur 
Einwegprodukte im Fokus, wobei die Aufbringung von self-assemled monolayers ein- 
fach nichtdazu gehort und vom Fachmann auch nicht in Betracht gezogen wird. 

Deshalb wird gebeten, die Patentfahigkeit der jetzt vorliegenden Patentanspriiche 1 bis 
10 zu bestatigen. 
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Neue Anspruche 1 bis 10 
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Patentanspriiche - 

1. Elektronisches Bauelement aus vorwiegend organischem Ma- 
terial, ein Substrat und/oder eine untere Schicht, zurain- 
dest eine Leiterbahn und/oder Elektrode in einer durch ei- 
nen Laser erzeugten Vertiefung des Substrats und/oder der 
unteren Schicht, die steile Wande, scharfe Konturen und ei- 
ne raue Bodenoberf lache hat, umfassend, wobei die zumindest 
eine Leiterbahn und/oder Elektrode zumindest ein in zwei 
Schichten auf gebrachtes leitfahiges Material umfasst, das 
durch eine oder mehrere beliebige Methoden zur groJiflachi- 
gen Aufbringung leitfahiger Schichten einfiillbar ist. 

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, mit einem Abstand 
1 zwischen zwei Leiterbahnen, Elektroden und/oder zwischen 
einer Leiterbahn und einer Elektrode kleiner lOum. 

4. Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden An- 
spruche, wobei das zweischichtige Material der Leiterbahn 
und/oder Elektrode zumindest eine metallische oder eine 
Schicht aus einer Legierung umfasst. 

5. Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden An- 
spruche, wobei zumindest eine Schicht des zumindest zwei- 
schichtigen Materials aus organischem Material ist. 

6. Verfahren zur Herstellung eines organischen elektroni- 
schen Bauteils bei dem zur Herstellung einer Leiterbahn 
und/oder einer Elektrode eine untere Schicht und/oder das 
Substrat mit einem Laser behandelt wird, so dass zumindest 
eine Vertiefung und/oder ein modif izierter Bereich in einer 
unteren Schicht und/oder dem Substrat zu finden ist, der 
nacheinander in zumindest zwei Schichten mit leitfahigem 
Material befiillt wird. 
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7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die leitfahige 
Schicht mechanisch strukturiert wird. 

.8. Verfahren nach einem der Anspruche 6 oder 7, bei dem 
uberfliissiges leitfahiges Material in einem auf das Auf- 
bringen der Schicht aus diesem Material folgenden Prozess- 
schritt abgewischt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 8, bei dem ein 
gepulster Laser, beispielsweise ein Excimer-Laser einge- 
setzt wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 9, das in ei- 
nem kontinuierlichen roll-to-roll Prozess durchgefuhrt 
wird . 



